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西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日第

一届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总

额三分之一的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。根据毕马威华振会计师事

务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，截至2025年12月31日，公

司实收股本总额为40.38亿元，合并报表累计未弥补亏损金额26.66亿元，未弥补亏

损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，就

亏损原因及应对措施公告如下：

一、导致亏损的主要原因

（一）2022年市场下行导致量价走低，2025年市场结构性复苏但传导存在滞

后性

2022年开始半导体行业进入低谷期，带动硅片市场需求和价格下行，2025年

得益于人工智能、数据中心等新技术应用对存储芯片及逻辑芯片的巨大需求带动，

2025年全球半导体行业迎来结构性复苏周期，据WSTS预测，2025年全球半导体市

场规模将达到7,956亿美元，同比增幅扩大至26.2%。根据国际半导体产业协会

（SEMI）最新发布的硅片行业年终分析报告，2025年全球硅片出货面积同比增长

5.8%，同期销售额同比下降1.2%。虽然数据中心与人工智能等领域投资维持高位，

先进制程细分市场需求旺盛，但下游需求向硅片环节传导存在一定滞后性；另一

方面，汽车、工业及消费电子等传统应用仍处于库存调整阶段，整体供需关系尚

未显著改善；加之国内硅片厂扩产产能集中释放，12英寸硅片竞争加剧，产品价

格阶段性承压。市场的阶段性波动影响公司短期利润。



（二）投资规模大、固定成本暂未被有效摊薄

12英寸硅片投资规模较大，在半导体产业链中单位产能投资强度仅次于晶圆

厂，公司第一工厂总投资额高达约110亿元，第二工厂拟投资约125亿元，第一工

厂于2023年6月满产，第二工厂于2024年年初投产，持续处于产能爬坡阶段，固

定成本未被有效摊薄，影响公司短期盈利能力。但公司的经营性现金流持续为正，

具备可持续经营能力。

（三）芯片技术迭代迅速，研发投入持续较高

12英寸硅片目前主要应用于制程更先进、技术迭代更快的逻辑和存储芯片，

芯片制程越先进，对12英寸硅片的品质要求越高。公司为保障核心竞争力，持续

维持较高强度的研发投入，2022年-2025年公司年度研发费用占营业收入比例均

达到10%以上，影响公司短期盈利水平。

二、应对措施

（一）加大市场开拓力度，快速提升海外客户供应量

公司将坚持“客户导向”的理念，紧抓市场增长窗口，加大市场开拓力度，

进一步扩大业务覆盖范围与客户数量，提升市场份额，以满销促满产。公司将继

续深耕国内市场，提升战略客户份额，实现国内客户一供的市场目标，提升重点

客户的外延片份额；同时，在海外头部客户产品验证通过的基础上，着力快速提

升海外头部客户供应份额，打造产品价值增长点，不断优化产品结构。

（二）加速技术与产品创新，持续优化产品结构

公司将持续关注半导体领域发展趋势，紧跟技术迭代要求，推动技术与产品

创新，稳固并提升用于存储芯片和逻辑芯片的P型硅片供应量，加快布局细分市

场，推动用于IGBT、MOSFET器件的N型硅片的研发和导入，丰富产品结构。2026

年计划新增产品开发送样19款、量产17款，进一步提升高附加值产品占比。同时，

公司将通过工艺能力升级、投入产出率改善、品质管控能力提升等，提升现有产

品竞争力及工厂正片产出比例，推动产出价值最大化，提升公司盈利能力。

（三）积极推进产能建设，加速规模效应显现



公司将保持战略定力，立足于中长期战略发展规划，持续优化西安与武汉两

大制造基地的产能布局与协同效率，推动第一工厂效能提升，加速第二工厂产能

爬坡，计划2026年末实现约120万片/月产能，有序推动武汉基地第三工厂建设，

确保2026年底实现设备搬入。产能提升并达产将有效摊薄固定成本，提升公司盈

利性，同时为全球客户提供更稳定的供应保障，不断提升在全球半导体材料领域

的核心竞争力与市场影响力。

（四）深挖降本增效潜力，筑牢供应链韧性根基

公司将持续推动降本增效，强化供应链韧性。在降本增效方面，持续推进生

产运营改善及工艺技术革新，降低单片生产成本，同时全面深化预算管理，严格

控制制造费用、管理费用、销售费用等各项支出，改善盈利能力。在供应链韧性

强化方面，公司坚持以“稳定供应、充分竞争、自主可控”三大原则为导向，全

面推进关键设备/材料自主化进程，深化与本土供应商的技术共创，共同打造适

配公司的定制化技术路线，强化供应链自主可控能力。

公司将紧抓市场增长窗口，继续积极推进市场拓展与产能建设，优化产品结

构，提升精益化管理能力，加快将行业领先优势转化为健康持续的商业回报。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年4月21日
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